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ABL C vom 20.8.2024

L Einleitung

Diese Mitteilung (auch als ,Leitfaden bezeichnet) enthalt Leitlinien zum Antragsverfahren fiir Unternehmen, die den Status
einer integrierten Produktionsstitte (IPF) oder eines offenen EU-Fertigungsbetriebs (OEF) gemif Artikel 15 der
Verordnung (EU) 2023/1781 (,,Chip-Gesetz“) () anstreben. Nach Artikel 15 des Chip-Gesetzes muss die Kommission
Leitlinien tiber die erforderlichen Informationen und das entsprechende Format fiir die Beantragung des IPF- oder OEF-Status
bereitstellen.

Das Chip-Gesetz trat am 21. September 2023 in Kraft und ist Teil eines umfassenderen Manahmenpakets zur Stirkung des
Halbleiter-Okosystems der EU (3).

Das Chip-Gesetz ist in drei Sdulen gegliedert:

— Mit der Sdule 1 wird die Initiative ,Chips fir Europa“ eingefiihrt, die den Aufbau von technologischen Kapazititen und
Innovationen in groffem MafSstab in der gesamten EU unterstiitzen soll, um die Entwicklung und Einfithrung modernster
Halbleiter- und Quantentechnik der nichsten Generation zu ermoglichen.

— Mit der Sdule 2 wird ein Rahmen zur Gewihrleistung der Versorgungssicherheit und Resilienz geschaffen, der
Investitionsanreize bieten und den Aufbau erweiterter Produktionskapazititen in den Bereichen Halbleiterfertigung,
fortschrittliches Packaging, Priifung und Montage fordern soll.

—  Mit der Saule 3 wird ein Koordinierungsmechanismus zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission geschaffen, um die
Zusammenarbeit mit und zwischen den Mitgliedstaaten bei der Uberwachung und Krisenreaktion unter der Federfiihrung des
Europdischen Halbleitergremiums (*) zu stirken.

Im Rahmen der Siule 2 kénnen ,,neuartige” Anlagen (d. h. neue oder erheblich modernisierte Halbleiterfertigungsanlagen, die
eine Dimension der Innovation schaffen, die es in der EU noch nicht gibt) den Status einer IPF oder eines OEF beantragen. Der
Rahmen sieht Mittel und Wege vor, um die Einrichtung und den Betrieb solcher Anlagen in der EU zu erleichtern. Er erfordert
aber auch die Einhaltung bestimmter Kriterien, damit sie einen Beitrag zur Erfiillung der Ziele der EU leisten und um ihre
Zuverldssigkeit als Chipanbieter in Krisenzeiten zu gewahrleisten.

Das vorliegende Dokument dient als Leitfaden fiir das Antragsverfahren zur Erlangung des IPF- und OEF-Status und ist wie folgt
aufgebaut:

— In Abschnitt IT wird der Begriff der ,neuartigen Anlage” in der EU vorgestellt und insbesondere erldutert, wie eine solche
einzigartige Innovation fir die Zwecke des Chip-Gesetzes nachgewiesen werden sollte (d. h. wie sie als IPF oder OEF
anerkannt werden kann). In Abschnitt II werden auch die Vorteile und Synergien mit dem Verfahren zur Gewahrung
staatlicher Beihilfen sowie die Anforderungen des Chip-Gesetzes dargelegt, sobald der IPF- oder OEF-Status erlangt wurde.

— Der Abschnitt III enthalt praktische Leitlinien fir Unternehmen, wie sie den IPF- oder OEF-Status beantragen kénnen und
wie die Kommission solche Antrige bewertet. Insbesondere werden in Abschnitt IIl die Hauptschritte des Antragsverfahrens
dargelegt, und es wird erldutert, wie die Antragsteller das Antragsformular, die Nachweise und die Verpflichtungszusagen
einreichen sollten.

— Der Abschnitt IV enthilt eine Checkliste fiir Unternehmen, in der alle wichtigen Aspekte aufgefiihrt sind, die bei der
Vorbereitung der Antrige zu beriicksichtigen sind, sowie technische Hinweise fiir die Benutzung der IT-Anwendungssysteme
LFuturium® und ,S-CIRCABC*.

() Verordnung (EU) 2023/1781 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2023 zur Schaffung eines Rahmens fiir
Mafinahmen zur Stirkung des europdischen Halbleiter-Okosystems und zur Anderung der Verordnung (EU) 2021/694 (Chip-Gesetz) (Text
von Bedeutung fiir den EWR) (ABL L 229 vom 18.9.2023, S. 1), PE/28/2023/INIT, (https:/[eur-lex.europa.euflegal-content/DE/TXT/?
uri=uriserv:0J.L_.2023.229.01.0001.01.DEU).

() Am 8. Februar 2022 nahm die Kommission ein Paket an, das Folgendes umfasste:

a. eine Mitteilung, in der die Griinde und die Gesamtstrategie fiir Halbleiter dargelegt werden, COM(2022) 45 final,

b.  einen Vorschlag fiir eine Verordnung zur Stirkung des Halbleiter-Okosystems der EU (Chip-Gesetz),

c.  einen Vorschlag fiir Anderungen in einer Verordnung des Rates zur Griindung des Gemeinsamen Unternehmens fiir digitale Schliissel-
technologien, COM(2022) 47 final,

d. eine Empfehlung an die Mitgliedstaaten zur Forderung von Mafnahmen zur Uberwachung und Minderung von Stérungen in der
Halbleiter-Lieferkette, C(2022) 782 (ABL L 35 vom 17.2.2022, S. 17).

() Das Europiische Halbleitergremium ist ein Leitungsgremium, das sich aus hochrangigen Vertretern der EU-Mitgliedstaaten zusammensetzt
und durch die Artikel 28-30 des Chip-Gesetzes eingesetzt wurde. Das Européische Halbleitergremium berét und unterstiitzt die Kommission
und gibt ihr Empfehlungen nach Mafigabe des Kapitels V des Chip-Gesetzes.
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II.  ,Neuartige Anlagen”

1. Definition des Begriffs ,neuartig”

Wie bereits erwihnt, kann fiir ,,neuvartige“ Anlagen der Status als ,integrierte Produktionsstitte” oder als ,offener
EU-Fertigungsbetrieb” beantragt werden. Laut Artikel 2 Nummer 11 bezeichnet der Begriff ,neuartige Anlage* eine neue oder
erheblich modernisierte Halbleiterfertigungsanlage (*) oder eine Anlage zur Herstellung von Ausriistung oder Schliisselkomponenten fiir solche
Ausriistung, die iiberwiegend in der Halbleiterfertigung verwendet werden, welche eine Innovation in Bezug auf das Fertigungsverfahren oder
Endprodukt bietet, die im Wesentlichen in der Union noch nicht vorhanden ist oder noch nicht konkret geplant ist, einschlieflich Innovationen,
die Verbesserungen der Rechenleistung oder des Sicherheitsniveaus, der Gefahrenabwehr oder der Zuverldssigkeit oder der Energieeffizienz und
Umweltbilanz oder des Technologieknotens oder Trigermaterials oder im Hinblick auf die Einfithrung von Produktionsverfahren, die Effizienzs-
teigerungen ermaglichen, betreffen oder die Rezyklierbarkeit verbessern oder Produktionsinputs verringern®.

Damit eine Anlage als ,,neuartig” angesehen werden kann, wird die Kommission priifen, ob die Anlage eine Dimension
der Innovation aufweist, die in der EU noch nicht vorhanden ist. Das Kriterium fiir die Einstufung als ,neuartige Anlage* ist,
dass mit dieser ein innovatives Element in Bezug auf die Fertigungsprozesse oder das Endprodukt () in den Binnenmarkt
eingefiihrt wird, das auf neuen oder bestehenden Technologieknoten beruhen konnte. Einschligige Innovationselemente kénnen
sich auf den Technologieknoten oder das Trigermaterial oder auf Ansitze beziehen, die zu Verbesserungen bei der
Rechenleistung oder anderen Leistungsmerkmalen, der Energieeffizienz, dem Sicherheitsniveau, der Gefahrenabwehr oder der
Zuverldssigkeit sowie bei der Integration neuer Funktionen wie etwa bei der Speicherkapazitit fihren. Die Integration
verschiedener Prozesse, die zu Effizienzsteigerungen fithren, und die Automatisierung von Packaging und Montage sind ebenfalls
Beispiele fiir Innovation. In Bezug auf Umweltvorteile konnen innovative Elemente eine quantifizierbare Verringerung des
Energie-, Wasser- oder Chemikalienverbrauchs oder eine Verbesserung der Rezyklierbarkeit umfassen. Eine geeignete
Bezugsquelle fiir die Ermittlung der Bereiche, in denen solche Innovationen stattfinden kénnen, ist der Internationale Fahrplan
fiir Gerdte und Systeme (International Roadmap for Devices and Systems, IRDS) der IEEE, in dem wichtige technologische Trends in
Bezug auf Gerite, Systeme und die damit zusammenhéngende Technik aufgezeigt werden (¢).

Definitionsgemif sollte die Fertigungsanlage nicht nur innovativ sein, sondern auch eine Innovationsfihigkeit aufweisen,
die in der EU im Wesentlichen noch nicht vorhanden ist bzw. deren Aufbau noch nicht konkret geplant ist. Das
bedeutet, dass eine Fertigungsanlage, in der ein vergleichbares Produkt hergestellt, ein vergleichbarer Prozess durchgefiihrt oder
eine vergleichbare Leistung in industriellem Maf3stab erzielt werden kann, noch nicht bereits in der EU bestehen oder im Aufbau
befindlich sein sollte. Wenn eine solche Innovation in der EU bereits in der FuE oder in der Kleinproduktion zum Einsatz kommt,
wiirde dies aber nicht unbedingt ausschlieen, dass eine entsprechende neue Massenfertigung als ,neuartig” eingestuft wird. So
konnte beispielsweise eine Fertigungsanlage, in der die Verwendung eines neuartigen Tragermaterials geplant ist, in der EU als
,neuartig” eingestuft werden, obwohl dieses Tragermaterial bereits in einer Pilotanlage in einem Mitgliedstaat getestet wird. In
diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass nicht ausgeschlossen ist, mehrere parallele Projekte als ,neuvartig” anzuerkennen,
wenn keines von ihnen andere bestehende oder geplante private Tatigkeiten verdringt und kein Risiko der Schaffung von
Uberkapazititen besteht (). Sowohl die Errichtung einer neuen Anlage als auch die Errichtung einer erheblich modernisierten
Anlage kann zur Einstufung als ,neuartige Anlage* fihren.

2. Definition der Begriffe ,integrierte Produktionsstitte” und ,offener EU-Fertigungsbetrieb“

Um Investitionen in neue Produktionskapazititen zu fordern und gleichzeitig dafiir zu sorgen, dass sie der gesamten EU
zugutekommen, wird durch Kapitel Il des Chip-Gesetzes ein Rahmen fur die Umsetzung von zwei Arten ,neuartiger
Anlagen” festgelegt. Diese beiden Arten spiegeln die beiden iiblichen Geschiftsmodelle fiir den Betrieb von Halbleiterferti-
gungsanlagen in der heutigen Halbleiterindustrie wider und sind in den Artikeln 13 und 14 des Chip-Gesetzes festgelegt.

(*) Laut Artikel 2 Nummer 15 bezeichnet der Begriff Halbleiterfertigung’ ,jede der Stufen der Herstellung und Verarbeitung von Halbleiter-
Wafern, einschlieSlich Trigermaterial, Front-End und Back-End, die erforderlich sind, um ein fertiges Halbleiterprodukt zu liefern".

() Das Endprodukt befindet sich auf der Ebene der (potenziell gepackten) Halbleiter und nicht auf der Ebene des Gerits, in dem der Halbleiter
verwendet wird.

() Dieser beruht auf fritheren Arbeiten am Internationalen Technologiefahrplan fiir Halbleiter (International Technology Roadmap for
Semiconductors, ITRS), in dem auch die Bezugspunkte fiir die Prozessknoten (in Nanometern) festgelegt wurden, die sich aus der
Entwicklung der Transistorskalierung nach der Vorhersage des Mooreschen Gesetzes ergeben. Der IRDS enthilt derzeit Arbeiten
verschiedener internationaler Schwerpunktteams auf folgenden Gebieten: More Moore (Skalierung), More than Moore, Beyond CMOS, Systeme
und Architekturen, Packaging-Integration, AufSersystemkonnektivitit, kryogene Elektronik und Quanteninformationsverarbeitung,
Lithografie, Ausbeutesteigerung, Metrologie, Fertigungsintegration, Umwelt, Sicherheit, Gesundheit und Nachhaltigkeit.

() Mehrere parallele Projekte konnen als ,neuartig” anerkannt werden, wenn nachgewiesen werden kann, dass bestehende oder geplante private
Titigkeiten nicht durch staatlich geférderte Tatigkeiten verdringt werden. Um iibermifige Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, wird
jede vorgeschlagene staatliche Beihilfe auf ihre etwaigen Vorteile hin gepriift. Dazu gehort auch eine eingehende Betrachtung der
Notwendigkeit, Uberkapazititen zu vermeiden. Siehe Funote 56 der Mitteilung ,Ein Chip-Gesetz fiir Europa“, COM(2022) 45.
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— Laut Artikel 13 Absatz 1 des Chip-Gesetzes sind integrierte Produktionsstitten ,neuartige Anlagen fiir die Fertigung und
gegebenenfalls auch den Entwurf von Halbleitern, oder fir die Herstellung von Ausriistung oder Schliisselkomponenten fiir diese
Ausriistung, die iiberwiegend in der Halbleiterfertigung in der Union verwendet werden, was auch andere Stufen der Lieferkette
einbeziehen kann, welche zur Versorgungssicherheit und zur Resilienz des Halbleiter—Okosystems der Union beitragen; gegebenenfalls
kinnen sie zusdtzlich zur Sicherheit der globalen Halbleiter-Lieferketten beitragen”. Mit anderen Worten, bei IPFs handelt es sich um
integrierte Halbleiterfertigungsanlagen, die an der Front-End-Fertigung (*), an der Herstellung von Ausriistung oder Schliissel-
komponenten fiir diese Ausriistung, die iiberwiegend in der Halbleiterfertigung in der EU verwendet werden, sowie am
Entwurf integrierter Schaltungen oder der Erbringung von Back-End-Dienstleistungen (°) oder beidem mitwirken.

— Laut Artikel 14 Absatz 1 des Chip-Gesetzes sind offene EU-Fertigungsbetriebe ,neuartige Anlagen oder Halbleiterferti-
gungsanlagen in der Union, die von ihnen unabhdingigen Unternehmen Produktionskapazitit anbieten und somit zur Versorgungssi-
cherheit fiir den Binnenmarkt und zur Resilienz des Halbleiter-Okosystems der Union beitragen; und gegebenenfalls kinnen sie zusitzlich
zur Sicherheit der globalen Halbleiter-Lieferkette beitragen”. Bei OEFs handelt es sich somit um Halbleiterfertigungsanlagen, die
zumindest einen Teil ihrer Produktionskapazitit zur Herstellung von Chips nach dem Entwurf anderer Unternchmen -
insbesondere Unternehmen ohne eigene Fertigung — einsetzen.

3. Vorteile, die mit dem Status als integrierte Produktionsstitte und offener EU-Fertigungsbetrieb verbunden sind

Die Erlangung des IPF- oder OEF-Status bringt fiir die Unternehmen mehrere Vorteile mit sich.

a. Erstens sieht das Chip-Gesetz eine gestraffte Bearbeitung der Verwaltungsantrige vor. Mit diesen Bestimmungen sollen
typische Hindernisse beim Aufbau grofler Halbleiterfertigungsanlagen beseitigt werden, die aus dem langen Zeitraum
erwachsen, den Projekte bendtigen, um notige Verwaltungsgenehmigungen zu erhalten, und komplexe und fragmentierte
Genehmigungsverfahren zu durchlaufen. Nach Artikel 18 konnen Projekte, die den Status erlangt haben, von einer
beschleunigten Bearbeitung ihrer Verwaltungsantrige profitieren, wie z. B. in Bezug auf Umweltvertriglichkeitspriifungen
und Raumplanung. So kann ihnen Prioritit eingerdumt werden, falls das nationale Verwaltungsrecht einen solchen Status
bereits vorsieht.

Dariiber hinaus ist im Chip-Gesetz festgelegt, dass die Sicherheit der Versorgung mit Halbleitern als zwingender Grund des
iiberwiegenden offentlichen Interesses im Sinne des Artikels 6 Absatz 4 und des Artikels 16 Absatz 1 Buchstabe ¢ der
Richtlinie 92/43/EWG (%) (Habitat-Richtlinie) und des Artikels 4 Absatz 7 der Richtlinie 2000/60/EG (*!) (Wasserrahmen-
richtlinie) angesehen werden kann. Unter aufiergewohnlichen Umstinden erlauben es diese Richtlinien, dass Projekte trotz
negativer Umweltvertraglichkeitspriifung durchgefithrt werden, wenn bestimmte Voraussetzungen erfiillt sind und ein
zwingender Grund des iiberwiegenden offentlichen Interesses vorliegt. In dieser Bestimmung des Chip-Gesetzes wird
klargestellt, dass Planung, Bau und Betrieb von IPFs und OEFs unter solchen Umstinden als von iiberwiegendem
offentlichem Interesse betrachtet werden kénnen.

Nach Artikel 18 Absatz 4 konnen die Mitgliedstaaten zur Genehmigung von Antrdgen und zur Verbesserung der
Koordinierung des Verwaltungsverfahrens den Ansatz der ,einzigen Anlaufstelle” verfolgen und eine Behérde benennen, die
fur die Erleichterung und Koordinierung von Verwaltungsantrigen im Zusammenhang mit der Planung, dem Bau und dem
Betrieb solcher Anlagen zustindig ist. Dazu kann jede benannte Behorde einen Koordinator benennen, der als zentrale
Anlaufstelle fur die IPFs oder OEFs fungiert.

b. Zweitens konnen IPFs und OEFs bevorzugten Zugang zu den Pilotanlagen erhalten, die im Rahmen der Initiative
»Chips fiir Europa“ (Siule 1 des Chip-Gesetzes) eingerichtet wurden. Das bedeutet beispielsweise, dass ihre Antrége
auf Nutzung der Pilotanlagen beschleunigt und bevorzugt behandelt werden konnten (ohne aber auszuschlieRen oder zu
verhindern, dass auch anderen Interessenten ein effektiver Zugang gewihrt wird).

() ,Front-End“ bezeichnet die gesamte Verarbeitung eines Halbleiter-Wafers (Artikel 2 Nummer 16). Die Frontend-Fertigung von IPFs und OEFs
kann einen oder alle Verarbeitungsschritte der Herstellung eines Halbleiter-Wafers umfassen, beginnend mit verschiedenen Trigermaterialien
(Si, SiC, SOI usw.).

() .Back-End“ bezeichnet das Packaging, die Montage und die Priifung jeder einzelnen integrierten Schaltung (Artikel 2 Nummer 17).

(1 ABIL L 206 vom 22.7.1992,S. 7.

(") ABL L 327 vom 22.12.2000, S. 1.
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c. Drittens bedeutet die Zuerkennung des IPF- oder OEF-Status, dass eine Anlage ,neuartig” ist und zur Versorgungssi-
cherheit in der EU beitrigt. Die Kommission beriicksichtigt dies unter anderem auch in einem moglichen
Beihilfeverfahren gemif Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe ¢ des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union
(AEUV), wie in der Mitteilung ,Ein Chip-Gesetz fiir Europa“ ('}) angekiindigt, wenn ein Mitgliedstaat vorschligt, eine solche
Anlage mit staatlichen Beihilfen zu unterstiitzen. Der Aspekt der ,Neuartigkeit* nach dem Chip-Gesetz (Verordnung
(EU) 2023/1781) und die beihilferechtliche Wiirdigung sind eng miteinander verkniipft. Die Kommission kann staatliche
Beihilfen fur die Einrichtung neuartiger Anlagen in der EU gestiitzt auf Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe ¢ AEUV genehmigen.
Dieser Ansatz erginzt die Leitlinien fiir wichtige Vorhaben von gemeinsamem europiischem Interesse (IPCEI) auf der
Grundlage von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b AEUV, mit denen linderiibergreifende Ful-Projekte bis zur ersten
industriellen Einfithrung in Bereichen von gemeinsamem Interesse gefordert werden sollen, wodurch eine andere Phase des
Innovationszyklus unterstiitzt wird. Auch wenn der Wortlaut des Chip-Gesetzes (Verordnung (EU) 2023/1781) die
Anwendung der Artikel 107 und 108 AEUV unberiihrt lasst, werden die Kommissionsdienststellen bei der beihilferechtlichen
Priifung die Anerkennung der ,Neuartigkeit“ bei Projekten mit beriicksichtigen.

A.  Synergien mit staatlichen Beihilfen und Unterschiede dazu

Es kann vorkommen, dass ein Mitgliedstaat beabsichtigt, ein Projekt, das den IPF- oder OEF-Status beantragt, zusdtzlich auch mit
staatlichen Beihilfen zu unterstiitzen. Hier ist zu betonen, dass die Beantragung des IPF- oder OEF-Status ein von der
beihilferechtlichen Priifung getrenntes Verfahren ist. Fiir diese beiden Verfahren konnen daher unterschiedliche Arten
von Informationen benétigt werden.

Das Antragsverfahren fiir den IPF- und OEF-Status soll sicherstellen, dass die Anlage des antragstellenden Unternehmens der
Definition entspricht und die damit verbundenen Bedingungen des Artikels 13 bzw. des Artikels 14 des Chip-Gesetzes erfillt,
und muss vom antragstellenden Unternehmen durchgefithrt werden. Dagegen wird das Beihilfeverfahren durch die Anmeldung
eines Mitgliedstaats eingeleitet und beinhaltet eine umfassendere rechtliche und wirtschaftliche Priifung der offentlichen
Unterstiitzung, die dem antragstellenden Unternehmen gewahrt werden soll. Zudem erfolgt die Priifung auf der Grundlage einer
Reihe kumulativer Voraussetzungen nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe ¢ AEUV, damit die Mafnahme der Wirtschaftstitigkeit
zugutekommt, die sie erleichtern soll, und die Handelsbedingungen nicht in einer Weise verindert, die dem gemeinsamen
Interesse zuwiderlduft.

Falls eine 6ffentliche Unterstiitzung in Form staatlicher Beihilfen geplant ist, sollten die Unternehmen, die den IPF- und
OEF-Status beantragen mochten, und die betreffenden Mitgliedstaaten der Kommission die Einleitung dieser beiden
Verfahren gleichzeitig mitteilen.

Ebenso sollten Antragsteller, die den IPF- oder OEF-Status beantragen mochten und bereits ein Beihilfeverfahren eingeleitet oder
abgeschlossen haben, ihren IPF- oder OEF-Antrag so bald wie moglich einreichen und im Antragsformular auf die betreffende
staatliche Beihilfe verweisen. Antragsteller, die sich um den IPF- oder OEF-Status bemiihen und im Besitz einschligiger
Unterlagen sind, die der anmeldende Mitgliedstaat im Rahmen des Beihilfeverfahrens eingereicht hat, werden von den
Kommissionsdienststellen dazu ermuntert, bei ihrer separaten IPF- oder OEF-Beantragung solche Unterlagen und
Beschreibungen weiterzuverwenden, sofern sie zur Verwendung dieser Unterlagen berechtigt sind (siche auch Abschnitt 1I1.2).
Ebenso konnen Antragsteller, die den IPF- oder OEF-Status anstreben, im Einvernehmen mit dem anmeldenden Mitgliedstaat und
mit dessen Hilfe die bei der IPF- oder OEF-Beantragung eingereichten Unterlagen auch in dem Beihilfeverfahren moglichst
weiterverwenden. Nach Mdoglichkeit werden nidmlich beide Verfahren und die jeweiligen Priifungen parallel zueinander
durchgefiihrt. Die jeweils zustindigen Kommissionsdienststellen werden in engem Kontakt stehen, um die Einhaltung der
Kriterien fiir IPFs bzw. OEFs bestmoglich zu koordinieren, die Entscheidungsfindung zu beschleunigen und zusitzliche
Belastungen fur die Antragsteller zu vermeiden. Auflerdem werden sich die zustindigen Kommissionsdienststellen darum
bemiihen, gleichzeitig hieriiber zu entscheiden. Der Zeitrahmen hingt jedoch von der Vollstindigkeit der vom Antragsteller und

vom Mitgliedstaat bzw. den Mitgliedstaaten tibermittelten Informationen sowie von den Gegebenheiten des gepriiften Einzelfalls
ab.

B.  Vorantragsphase

Die Erfahrungen der Kommission mit Beihilfeverfahren zeigen den Mehrwert von Vorabkontakten (%), die es der Kommissions-
dienststelle und dem anmeldenden Mitgliedstaat (**) ermdglichen, die rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte eines geplanten
Projekts schon vor der Anmeldung informell und vertraulich zu erértern und dadurch die Qualitdt und Vollstindigkeit der
Anmeldungen zu verbessern. In diesem Zusammenhang konnen der Mitgliedstaat und die Kommissionsdienststelle auch
gemeinsam konstruktive Vorschlige zur Behebung problematischer Aspekte einer geplanten Beihilfemafinahme ausarbeiten.
Diese Phase bietet die Moglichkeit, die Bearbeitung von Anmeldungen zu beschleunigen, sobald sie dann formlich bei der
Kommission eingereicht wurden. Nach Ansicht der Kommission konnen diese Erwidgungen sinngemif auch auf das
Antragsverfahren fiir den IPF- oder OEF-Status in Form einer ,Vorantragsphase” iibertragen werden.

(*) Mitteilung der Kommission vom 8. Februar 2022, COM(2022) 45 final. Die Mitteilung liegt in allen EU-Amtssprachen vor.

(V) Verhaltenskodex fir die Durchfithrung von Beihilfeverfahren, abrufbar unter https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation|
best_practices_code_en.pdf (auf Englisch).

(* In Beihilfeverfahren konnen (Vor-)Anmeldungen nur von dem bzw. den betreffenden Mitgliedstaat(en) eingereicht werden.
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Die Vorantragsphase bietet dem Antragsteller die Gelegenheit, die Sache mit der Kommission zu erdrtern und Hinweise dazu zu
erhalten, wie er sicherstellen kann, dass er alle erforderlichen Informationen einreicht. Eine fruchtbare Vorantragsphase erleichtert
auch das Verstindnis aller wesentlichen Probleme, die sich aus einem geplanten Projekt ergeben. Die Vorantragsphase ist aber
nicht zwingend vorgeschrieben. Unternehmen kénnen eine Vorantragsphase insbesondere dann in Betracht ziehen, wenn ihre
Projekte spezielle Elemente oder Besonderheiten aufweisen, bei denen informelle Vorgespriche mit den Kommissionsdienststellen
hilfreich waren.

Um eine konstruktive und effiziente Vorantragsphase zu erméoglichen, liegt es im Interesse des Antragstellers, der Kommission alle
Informationen zu iibermitteln, die diese ben6tigt, um das geplante Projekt anhand eines Antragsentwurfs priifen zu kénnen. Zur
Erleichterung einer raschen Antragsbearbeitung sind Vorabkontakte per E-Mail, Telefonkonferenz usw. grundsitzlich
personlichen Sitzungen vorzuzichen.

Vorabkontakte sollten nicht linger als zwei Monate dauern und streng vertraulich sein, um eine unverbindliche und informelle
eine Orientierung seitens der Kommissionsdienststelle zu ermoglichen und so das anschliefende formliche Antragsverfahren zu
erleichtern.

In dieser Phase wird die Kommission daher keine formliche oder offizielle Bewertung vornehmen. Von den
Unternehmen wird insbesondere auch nicht erwartet, dass sie eine der mit dem IPF- und OEF-Status verbundenen
Verpflichtungen eingehen.

4. Verpflichtungen, die mit dem IPF- und OEF-Status verbunden sind

Zusitzlich zu den Verpflichtungen, die eingegangen werden, um den IPF- oder OEF-Status beantragen zu konnen (und deren
tatsichliche Umsetzung von der Kommission tiberwacht wird, Naheres dazu in Abschnitt III), gilt fur Unternehmen mit IPF-
oder OEF-Status auch der Artikel 26 des Chip-Gesetzes. In diesem Artikel heifSt es: ,Wird die Krisenstufe gemdf§ Artikel 23
aktiviert, so kann die Kommission integrierte Produktionsstdtten und offene EU-Fertigungsbetriebe dazu verpflichten, einen Auftrag iiber
krisenrelevante Produkte anzunehmen und vorrangig zu behandeln (im Folgenden ,vorrangiger Auftrag’)”.

Sowohl fiir die Aktivierung der Krisenstufe als auch fiir den Riickgriff auf vorrangige Auftrige als ,letztes Mittel“ gibt es
sehr spezifische Kriterien und Voraussetzungen, die gewihrleisten, dass solche Auftrige notwendig und verhiltnismifig
sind.

A, Krisenstufe

Die Halbleiter-Krisenstufe sollte nur aktiviert werden, wenn konkrete, schwerwiegende und zuverldssige Belege fiir eine solche
Krise vorliegen. Eine Halbleiterkrise wiirde eintreten, wenn schwerwiegende Storungen der Versorgung mit Halbleitern oder
schwerwiegende Hemmnisse fiir den Handel mit Halbleitern in der EU bestehen, die zu erheblichen Versorgungsengpassen bei
Halbleitern, Zwischenprodukten oder Rohstoffen oder verarbeiteten Werkstoffen fithren, und wenn diese erheblichen
Versorgungsengpdsse die Bereitstellung, Reparatur und Wartung wesentlicher Produkte, die von kritischen Sektoren (%)
verwendet werden, z. B. medizinischer und diagnostischer Ausriistung, in einem Ausmaf$ verhindern, dass das Funktionieren der
kritischen Sektoren aufgrund ihrer Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirtschaft und Sicherheit der EU ernsthaft beeintrichtigt
wiirde. Die Krisenstufe wiirde im Wege eines Durchfithrungsrechtsakts des Rates ausgerufen. Wenn eine Krisenstufe
ausgerufen wird und es zur Bewiltigung einer Halbleiterkrise in der EU erforderlich ist, kann die Kommission
ausnahmsweise dazu ermdchtigt werden, bestimmte Notfallmafinahmen zu ergreifen, die in einem im Chip-Gesetz festgelegten
Notfallinstrumentarium vorgesehen sind. Die Durchfithrung einer solchen Mafnahme erfolgt nach einem Dialog mit dem
Europdischen Halbleitergremium (*°) und nur insoweit, wie dies im Einklang mit den internationalen Verpflichtungen der EU
erforderlich, angemessen und verhaltnismafig ist.

(V) Kritische Sektoren sind in Anhang IV des Chip-Gesetzes aufgefithrt. Dazu gehoren: Energie, Verkehr, Banken, Finanzmarktinfrastruktur,
Gesundheit, Trinkwasser, Abwasser, digitale Infrastruktur, offentliche Verwaltung, Raumfahrt, Produktion, Verarbeitung und Vertrieb von
Lebensmitteln, Verteidigung, Sicherheit.

(1% Siehe Fulinote 5 des vorliegenden Leitfadens und die Artikel 28-30 des Chip-Gesetzes.
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Das Notfallinstrumentarium besteht aus mehreren Instrumenten:

— Informationsersuchen (Artikel 25): Um das Verstindnis der Storungen der Lieferkette zu verbessern und die
Entscheidungsfindung zur Bewiltigung einer Krise zu ermdoglichen, ermichtigt das Chip-Gesetz die Kommission zu
verbindlichen Informationsersuchen in Bezug auf Produktionsvermogen und Produktionskapazititen, derzeitige
Hauptstérungen sowie andere vorhandene Daten, die benétigt werden, um die Art der Krise zu beurteilen oder
moglicherweise zu ergreifende Risikominderungs- oder Notfallmanahmen zu ermitteln und zu bewerten.

— Vorrangige Auftrige (Artikel 26): siche Abschnitt B.

— Gemeinsame Beschaffung (Artikel 27): Als zusitzliches Instrument fir die Zuweisung von Ressourcen fiir vorrangige
Bereiche sieht das Chip-Gesetz einen Rahmen fiir die gemeinsame Beschaffung krisenrelevanter Produkte vor.

Auferdem kann das Europdische Halbleitergremium in Bezug auf die Notwendigkeit der Einfihrung von Schutzmanahmen
gemif der Verordnung (EU) 2015/479 des Europiischen Parlaments und des Rates (V) beraten (z. B. in Bezug auf Ausfuhrgeneh-
migungen).

B.  Vorrangige Auftrige

Um den Mangel an Instrumenten zu beheben, die wihrend eines Engpasses in besonders gefihrdeten kritischen Sektoren eine
angemessene Ressourcenzuweisung in der EU erlauben, sieht das Chip-Gesetz eine Verpflichtung von IPFs und OEFs zur
vorrangigen Behandlung vor. Diese Verpflichtung zur vorrangigen Behandlung beinhaltet eine durchsetzbare Pflicht zur
Annahme und vorrangigen Behandlung einer Bestellung fiir krisenrelevante Produkte.

Diese Verpflichtung kann ggf. auch anderen Halbleiterunternehmen auferlegt werden, die diese Moglichkeit im Rahmen
des Erhalts offentlicher Unterstiitzung akzeptiert haben. Dariiber hinaus miissen in der EU niedergelassene Halbleiterun-
ternehmen gemaf Artikel 26 Absatz 3 die Kommission informieren, wenn ihnen ein vorrangiger Auftrag eines Drittlands
auferlegt wird. Wenn sich diese Verpflichtung erheblich auf das Funktionieren bestimmter kritischer Sektoren auswirkt, kann die
Kommission, sofern dies erforderlich und verhdltnismafig ist, von solchen Unternehmen verlangen, dass sie Auftrige fiir
krisenrelevante Produkte annehmen und vorrangig behandeln.

Vorrangige Auftrige sind beschrinkt auf Begiinstigte, die Halbleiter in kritischen Sektoren verwenden, sowie auf
Unternehmen, die kritische Sektoren beliefern, deren Tatigkeiten gestort sind oder gestort zu werden drohen und die nach
Ergreifung geeigneter Risikominderungsmafinahmen nicht in der Lage sind, die Auswirkungen des Engpasses durch andere Mittel
zu vermeiden und abzufedern. Die Kommission kann einen Begiinstigten auffordern, dies mit geeigneten Nachweisen zu belegen.

Diese Verpflichtung kann durch einen an das einzelne Unternehmen gerichteten Beschluss der Kommission nach Priifung der
besonderen Umstinde des Falles und nur dann auferlegt werden, wenn dies unter Beriicksichtigung der legitimen Ziele des
Unternehmens sowie der Kosten und des Aufwands, die durch eine Anderung der Produktionsfolge entstehen, erforderlich und
verhdltnismédfig ist. In dem Beschluss der Kommission werden das Produkt, die Menge und die Frist festgelegt. Ein solcher
vorrangiger Auftrag muss zu einem fairen und angemessenen Preis vergeben werden. Im Gegenzug wird Unternehmen, die
einen vorrangigen Auftrag erfiillen, bei VerstofSen gegen vertragliche Verpflichtungen, die zur Erfillung eines solchen Auftrags
erforderlich sind, ein Haftungsschutz gewihrt. Die Kommission erlisst dann einen Durchfithrungsrechtsakt zur Festlegung der
ndheren praktischen und operativen Modalititen fur die Funktionsweise vorrangiger Auftrige (Artikel 26 Absatz 8).

In Artikel 26 Absatz 6 des Chip-Gesetzes heifSt es: ,Vor der Erteilung vorrangiger Auftrige ... gibt die Kommission dem vorgesehenen
Empfanger eines vorrangigen Auftrags Gelegenheit, sich zur Durchfiihrbarkeit und zu den Einzelheiten des Auftrags zu dufern. Die
Kommission erteilt den vorrangigen Auftrag nicht, wenn

a. das Unternehmen wegen unzureichenden Produktionsvermogens oder wegen unzureichender Produktionskapazitit oder aus
technischen Griinden nicht in der Lage ist, den vorrangigen Auftrag zu erfiillen, selbst wenn es diesen Auftrag vorrangig
behandelt;

b. die Annahme des Auftrags eine unzumutbare wirtschaftliche Belastung und eine besondere Hirte fiir das Unternehmen
darstellen wiirde, einschlielich erheblicher Risiken im Zusammenhang mit der Betriebskontinuitit.

(V) Verordnung (EU) 2015/479 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 11. Mdrz 2015 iiber eine gemeinsame Ausfuhrregelung
(ABL. L 83 vom 27.3.2015, S. 34).
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Sobald der Antragsteller den IPF- oder OEF-Status erlangt hat, ist er rechtlich verpflichtet, die Bestimmungen des Chip-
Gesetzes iiber die vorrangige Behandlung von Auftrigen in Krisenzeiten einzuhalten. Die Kommission wird von den
Unternehmen wiahrend des Antragsverfahrens eine ausdriickliche Anerkennung dieser Verpflichtung verlangen.

. Antrag auf den Status als integrierte Produktionsstitte oder offener EU-Fertigungsbetrieb

Der folgende Abschnitt enthilt eine Reihe von Fragen und Antworten (nach Maflgabe des Artikels 15 des Chip-Gesetzes). Er
dient Antragstellern als Orientierungshilfe fir das Antragsverfahren, die erforderlichen Unterlagen und das geeignete
Format und erginzt das Antragsformular und die Checkliste in Abschnitt IV.

Dieser Leitfaden beruht auf den laufenden Erfahrungen der Kommissionsdienststellen mit der Beantragung des IPF- oder OEF-
Status im Rahmen des Chip-Gesetzes. Dieser Leitfaden trigt auch der Rechtsprechung des Gerichtshofs und des Gerichts
Rechnung. Die Kommission kann diesen Leitfaden in Anbetracht kiinftiger Entwicklungen und neuer Erkenntnisse tiberarbeiten.

Die Analyse der Antrage auf den IPF- oder OEF-Status lsst die Auslegung des Chip-Gesetzes durch den Gerichtshof oder das
Gericht unberiithrt. Die Kommission verpflichtet sich, alle Informationen, die sie in einem Antrag auf Anerkennung als IPF oder
OFF erlangt, mit grofiter Vertraulichkeit zu behandeln und solche Informationen, die unter das Berufsgeheimnis gemaf
Artikel 339 AEUV fallen und den internen Vorschriften der Kommission iiber den sicheren Umgang mit Daten — insbesondere
dem Beschluss (EU, Euratom) 2015/443 der Kommission (**) — unterliegen, ausschlielich fiir die Zwecke des Chip-Gesetzes zu
verwenden.

1. Wer kann den IPF- und OEF-Status beantragen?

Nach Artikel 15 Absatz 1 des Chip-Gesetzes kann ,jedes Unternehmen oder Unternehmenskonsortium ... bei der Kommission
einen Antrag darauf stellen, einem Projekt den Status als integrierte Produktionsstdtte oder offener EU-Fertigungsbetrieb zu gewahren*.
Um diesen Status zu erhalten, miissen sie jedoch bestimmte Kriterien erfiillen (siche Antwort auf Frage 2).

2. Welche Anforderungen beriicksichtigt die Kommission bei der Priifung des Antrags?

Bei der Priifung eines Antrags vergewissert sich die Kommission, dass eine Reihe von Anforderungen erfiillt werden und
bestimmte Unterlagen eingereicht worden sind (siche unten).

Bitte beachten Sie, dass die im Rahmen des Genehmigungsverfahrens fiir staatliche Beihilfen vorgelegten Unterlagen
auch fiir die Priifung von Antriigen auf den IPF- oder OEF-Status hilfreich sind. Antragsteller, die den IPF- oder OEF-Status
anstreben und an einem Beihilfeverfahren beteiligt sind oder dieses bereits abgeschlossen haben, sollten im Antragsformular auf
die betreffende staatliche Beihilfe verweisen. Antragsteller, die den IPF- oder OEF-Status anstreben und im Besitz
einschldgiger Unterlagen sind, die der anmeldende Mitgliedstaat im Rahmen des Behilfeverfahrens eingereicht hat, werden von
den Kommissionsdienststellen dazu ermuntert, bei ihrer separaten IPF- oder OEF-Beantragung solche Unterlagen und
Beschreibungen weiterzuverwenden, sofern sie zur Verwendung dieser Unterlagen berechtigt sind. Alternativ dazu kénnen
antragstellende Unternehmen auch eine Genehmigung des anmeldenden Mitgliedstaats vorlegen, dass bestimmte Unterlagen, die
im Zusammenhang mit der Anmeldung staatlicher Beihilfen eingereicht wurden, auch fiir das Antragsverfahren verwendet
werden diirfen. Solche konkret genannten Unterlagen brauchen dann nicht erneut eingereicht zu werden. Ebenso konnen
Antragsteller, die den IPF- oder OEF-Status anstreben, im Einvernehmen mit dem anmeldenden Mitgliedstaat und mit dessen
Hilfe die bei der IPF- oder OEF-Beantragung eingereichten Unterlagen auch in dem Beihilfeverfahren moglichst weiterverwenden.
Dies gilt fur alle im Antrag auf den IPF- und OEF-Status gepriiften Kriterien, soweit die im Beihilfeverfahren verwendeten
Unterlagen und Beschreibungen zum Nachweis der Einhaltung der nachstehend beschriebenen Kriterien und Anforderungen
herangezogen werden konnen. Ist dies nicht der Fall, miissen neue Unterlagen und Nachweise oder entsprechende Erginzungen
eingereicht werden.

A.  Neuartigkeit der Anlagen

Die Kommission priift zuerst, ob es sich um eine ,neuartige“ Anlage handelt (Nummer 1 des Antragsformulars), wie in
Artikel 13 Absatz 2 bzw. Artikel 14 Absatz 2 des Chip-Gesetzes gefordert.

(**) Beschluss (EU, Euratom) 2015/443 der Kommission vom 13. Mirz 2015 iiber Sicherheit in der Kommission (ABL L 72 vom 17.3.2015,
S. 41).
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Der Antragsteller muss das Projekt entsprechend der Begriffsbestimmung fiir ,neuartig” beschreiben. Falls bereits ein beihilfer-
echtlicher Beschluss vorliegt, in dem die Neuartigkeit der Anlage anerkannt wird, so wird diese Anerkennung in das Verfahren
nach dem Chip-Gesetz iibernommen. Insbesondere sollte der Antragsteller angeben, welche Innovationselemente, die in der EU
noch nicht vorhanden oder noch nicht konkret geplant sind, der Fertigungsprozess oder das Endprodukt seiner Anlage fir den
Binnenmarkt bringen wird. Der Antragsteller sollte erldutern, worin sich sein Projekt von bestehenden Anlagen und — soweit
bekannt — von anderen geplanten Projekten (mit oder ohne 6ffentliche Unterstiitzung) in der EU unterscheidet.

Der Antragsteller sollte Nachweise aus 6ffentlichen Quellen oder Marktkenntnisse iiber bestehende oder geplante Anlagen, die
dhnliche Technologien nutzen, vorlegen und ausfihrlich erldutern, inwiefern diese sich von denen des Antragstellers
unterscheiden.

Die Erlduterung sollte 5000 Zeichen (rund drei Seiten) nicht iiberschreiten. Nachweise konnen in S-CIRCABC in den
Ordner ,,01-First-of-a-kind“ hochgeladen werden.

Zu den Unterlagen, die fir den Nachweis der ,Neuartigkeit“ der Anlage von Bedeutung sein konnten, gehoren Marktstudien
und Berichte iiber die Geschiftstitigkeit und die Produkte der Anlage, interne Projektdokumentationen undfoder
Unterlagen, die der Verwaltungsrat fur seine interne Entscheidungsfindung verwendet. Siehe auch Abschnitt II des
vorliegenden Leitfadens.

B.  Verpflichtung zur Einhaltung der in Artikel 13 Absatz 3 oder in Artikel 14 Absatz 3 des Chip-Gesetzes festgelegten Kriterien

Zweitens fordert die Kommission den Antragsteller unter Nummer 2 des Antragsformulars auf, sich zur Erfillung der in
Artikel 13 Absatz 3 bzw. Artikel 14 Absatz 3 des Chip-Gesetzes festgelegten Kriterien fiir eine IPF oder ein OEF zu
verpflichten. Dabei geht es um folgende Kriterien:

(a) Positive Auswirkungen (Nummer 2.1 des Antragsformulars): Das Unternehmen muss nachweisen, dass die Einrichtung mittel-
bis langfristig eindeutig positive Auswirkungen auf die Halbleiter-Wertschopfungskette der Union mit Ausstrahlungseffekten
iiber das Unternehmen oder den betreffenden Mitgliedstaat hinaus im Hinblick darauf hat, die Versorgungssicherheit und
Resilienz des Halbleiter-Okosystems (einschlieRlich des Wachstums von Start-ups und KMU) sicherzustellen, und zum
griinen und digitalen Wandel der Union beitrégt.

Die Erlduterung sollte 5 000 Zeichen (rund drei Seiten) nicht iiberschreiten.

Mogliche Ausstrahlungseffekte werden von Fall zu Fall gepriift.

In Erwidgungsgrund 34 des Chip-Gesetzes werden verschiedene Manahmen zur Erzielung positiver Auswirkungen
beschrieben, die vom Antragsteller fiir die Zwecke der Einstufung seiner Anlage als IPF oder OEF erwogen werden
konnen. Beispiele hierfiir sind:

— die Gewihrung des Zugangs zu Fertigungsanlagen fiir Dritte gegen eine marktiibliche Gebiihr,

— die Bereitstellung von Process-Design-Kits fiir kleinere Entwurfsunternechmen oder fur die virtuelle
Entwurfsplattform (Artikel 5 des Chip-Gesetzes),

— die Verbreitung von Ergebnissen ihrer FuE-Tatigkeiten,
— die Forschungszusammenarbeit mit europdischen Universititen und Forschungsinstituten,

— die Zusammenarbeit mit nationalen Behorden oder Bildungs- und Berufsbildungseinrichtungen, um zur
Kompetenzentwicklung beizutragen,

— der Beitrag zu EU-weiten Forschungsprojekten oder

— das Angebot spezieller Unterstiitzungsmaoglichkeiten fiir Start-ups und KMU.

Auswirkungen, die sich auf mehrere Mitgliedstaaten erstrecken, auch in Bezug auf Kohisionsziele, sollten als einer
der Indikatoren fur eindeutig positive Auswirkungen einer IPF bzw. eines OEF auf die Halbleiter-Wertschop-
fungskette in der EU betrachtet werden.

Nur fiir offene EU-Fertigungsbetriebe (**): Die Kommission wird beriicksichtigen, inwieweit der Antragsteller von

der Anlage unabhingigen Unternehmen Produktionskapazitit im Front-End- und/oder Back-End-Bereich anbietet,
sofern eine ausreichende Nachfrage besteht.

(") Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe a.
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(b) Gewihr dafiir, dass der Antragsteller nicht der extraterritorialen Anwendung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen von
Drittlindern unterworfen ist (Nummer 2.2 des Antragsformulars): Der Antragsteller muss zusichern, dass er nicht der
extraterritorialen Anwendung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen von Drittlindern unterworfen wird, die seine
Fihigkeit beeintrachtigen konnten, seine Infrastruktur, Software, Dienste, Anlagen, Vermogenswerte oder Ressourcen,
sein geistiges Eigentum oder seine Fachkenntnisse zu nutzen, die er zur Erfillung der Verpflichtung bendtigt,
vorrangige Auftrige gemifl dieser Verordnung auszufithren. Auflerdem verpflichtet sich der Antragsteller, die
Kommission dariiber zu unterrichten, wenn sich eine solche Verpflichtung ergibt.

Wenn bei einer IPF oder einem OEF abzusehen ist, dass sie bzw. es einer gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung eines
Drittlands sowie einer konkurrierenden Verpflichtung seitens der Kommission unterworfen sein wird, muss die
Produktionskapazitit so organisiert und sequenziert werden, dass sichergestellt ist, dass die von der Kommission
auferlegten Verpflichtungen erfiillt werden konnen.

Eine solche Zusicherung konnte beispielsweise in einer schriftlichen Erklirung gegeben werden und miisste eine
Verpflichtung enthalten, die Kommission zu unterrichten, wenn ein solcher Fall eintritt.

Die Erlduterung sollte 5 000 Zeichen (rund drei Seiten) nicht iiberschreiten.

Der Nachweis, dass ein Unternehmen nicht der extraterritorialen Anwendung gemeinwirtschaftlicher
Verpflichtungen von Drittlindern unterworfen ist, sollte in S-CIRCABC in den Ordner ,02-IPF-OEF
compliance criteria“ hochgeladen werden.

Zu den Verpflichtungen, von denen die Kommission zu unterrichten ist, zihlen alle anderen vorrangigen Auftrige, die
das Unternehmen aus Nicht-EU-Lindern annimmt, oder Verpflichtungen, denen das Unternehmen aufgrund von
Rechtsvorschriften oder Vertrdgen unterliegt, wonach es einen 6ffentlichen Dienst in einem Nicht-EU-Land erbringen
muss, wenn dies die Fihigkeit des Unternehmens, seinen Verpflichtungen aus dem Chip-Gesetz nachzukommen,
beeintrichtigen oder dieser entgegenstehen konnte.

(c) Investitionen in die kontinuierliche Innovation (Nummer 2.3 des Antragsformulars): Das Unternehmen muss zusagen, in
kontinuierliche Innovation zu investieren, um konkrete Fortschritte im Bereich der Halbleitertechnologie zu erzielen
oder Technologien der ndchsten Generation vorzubereiten.

Die Erlduterung sollte 5 000 Zeichen (rund drei Seiten) nicht iiberschreiten.

Eine solche Verpflichtung konnte beispielsweise darin bestehen, zur Umsetzung der Siule 1 des Chip-Gesetzes
beizutragen, indem Kenntnisse und Kompetenzen fiir die Vorbereitung von Pilotanlagen bereitgestellt werden, deren
Entwicklung aufmerksam verfolgt wird und zu denen beigetragen wird. Die Verpflichtung kénnte auch darin
bestehen, in ihren Anlagen eine Vorproduktionsanlage zu errichten, um die Ergebnisse der Pilotanlage vom Labor
(z. B. von der Forschungs- und Technologieorganisation) in die Fertigung zu tiberfithren. Dieser Verpflichtung konnte
durch die Planung von Investitionen in fortgeschrittene Technologieknoten (z. B. Verbesserung der Rechenleistung
und der Energieeffizienz) nachgekommen werden, durch die etwa ein Beitrag zur Vorbereitung von Pilotanlagen oder
Vorproduktionsanlagen am Standort geleistet wird. Der Antragsteller sollte erldutern, inwiefern die Anlage
schwerpunktmifig Innovationen in der EU hervorbringt sowie konkrete Fortschritte in der Halbleitertechnologie
erzielt und/oder Technologien und Halbleiter der nichsten Generation vorbereitet.

Es ist wichtig, dass das Unternehmen darlegt, wie es beabsichtigt, kontinuierliche Innovationen zu erzielen (z. B. durch
die Angabe jdhrlicher Investitionen in FuE oder durch Festlegung konkreter Meilensteine auf dem Weg zur Einfithrung
neuer hochmoderner Chips und Produkte). Das Chip-Gesetz schreibt keine bestimmten KPI fir die Messung der
kontinuierlichen Innovation vor, das antragstellende Unternchmen muss jedoch klare Innovationsparameter
verwenden, um kontinuierliche Innovation vom Tagesgeschift zu unterscheiden.

(d) Investitionen in Bildung und Kompetenzen (Nummer 2.4 des Antragsformulars): Der Antragsteller muss erldutern, wie sein
Projekt die Talentpipeline der EU durch die Entwicklung und den Einsatz von Bildungs- und Qualifizierungs-
mafinahmen und durch die Ausweitung des Pools an qualifizierten Arbeitskriften unterstiitzen wird.

Die Erlduterung sollte 5 000 Zeichen (rund drei Seiten) nicht iiberschreiten.

Nachweise sollten in S-CIRCABC in den Ordner ,,02-IPF-OEF-compliance criteria“ hochgeladen werden.
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Der Antragsteller sollte geplante Bildungs- und Qualifizierungsmafinahmen nennen, durch die die Ausweitung des Pools an
qualifizierten Arbeitskriften in der EU unterstiitzt werden soll. Der Antragsteller sollte klarstellen, wie zwischen iiblichen
Schulungen fiir Arbeitskrifte einerseits und Tatigkeiten, die speziell darauf abzielen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
gewinnen, deren Kompetenzen fiir den Halbleitersektor der EU am besten geeignet sind und dort ben6tigt werden, andererseits
unterschieden werden soll.

So konnte der Antragsteller beispielsweise seine Absicht naher erldutern, mit einer technischen Universitat zusammenzuarbeiten,
um die Sichtbarkeit von und das Interesse der Studierenden an Arbeitsplitzen im Halbleiterbereich zu steigern. Ebenso konnte
der Antragsteller Partnerschaften mit Sachverstindigen von Technologieforschungszentren erwihnen. Der Antragsteller kann
auch Onboarding-Programme, Workshops und Schulungen vorstellen, die darauf abzielen, bestehende Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit den Kompetenzen fiir die Zukunft auszustatten. So diirfte beispielsweise in den Bereichen Ingenieurwesen und
Fertigung die Nachfrage nach digitalen und analytischen Kompetenzen zunehmen. Schlieflich konnte auch der Hinweis auf
Karrierechancen fiir talentierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hilfreich sein.

C.  Geschiftsplan (Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe b des Chip-Gesetzes)

Drittens muss die Kommission anhand des Antrags den Geschiftsplan des Unternehmens nachvollzichen kénnen, um die
finanzielle und technische Tragfihigkeit der Anlage zu beurteilen (Nummer 3 des Antragsformulars). Der Geschiftsplan muss
die gesamte Lebensdauer der Anlage abdecken und Informationen iiber etwaige offentliche Mittel enthalten, die von Behérden oder
von staatseigenen Unternehmen des Mitgliedstaats, in dem sich die Anlage befindet, oder von anderen (Nicht-)EU-Lander gewdhrt
werden.

Die Kommission macht keine Vorgaben fiir ein bestimmtes Format solcher Unterlagen. Der Inhalt dieser Unterlagen sollte klar und
deutlich sein.

Die Erlduterung sollte 15 000 Zeichen (d. h. bis zu zehn Seiten) nicht iiberschreiten.

Nachweise sollten in S-CIRCABC in den Ordner ,,03-Business plan“ hochgeladen werden.

Alle hier bereitgestellten Informationen werden ausschlielich fiir die Zwecke des Chip-Gesetzes verwendet und fallen gemaf
Artikel 339 AEUV sowie den internen Vorschriften der Kommission iiber den sicheren Umgang mit Daten (insbesondere
Beschluss (EU, Euratom) 2015/443 der Kommission) unter das Berufsgeheimnis.

D.  Dokumentation der Erfahrung des Antragstellers (Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe c des Chip-Gesetzes)

Viertens muss die Kommission anhand des Antrags die Erfahrung des Antragstellers mit der Installation und dem Betrieb dhnlicher
Anlagen beurteilen konnen (siche Nummer 4 des Antragsformulars). Dies konnte durch die Vorlage eines Tdtigkeitsberichts fiir die
Vorjahre oder durch eine Beschreibung des Projektteams und der jeweiligen einschldgigen Erfahrung mit der Verwaltung dhnlicher
Projekte und/oder dem Betrieb dhnlicher Anlagen nachgewiesen werden. Fiir den Fall, dass kein Tétigkeitsbericht verfiigbar ist, schlagt
die Kommission vor, einen solchen speziell fiir diesen Antrag zu erstellen und von einem gesetzlichen Vertreter bestatigen zu lassen.

Die vorgenannte Unterlage sollte in S-CIRCABC in den Ordner ,,04-Proven Experience” hochgeladen werden.

E. Nachweis fiir die Bereitschaft des Mitgliedstaats bzw. der Mitgliedstaaten, auf dessen bzw. deren Hoheitsgebiet(en) die Anlage gebaut wiirde,
ihre Einrichtung zu fordern (Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe d des Chip-Gesetzes)

Fiinftens muss die Kommission anhand des Antrags iiberpriifen konnen, ob der Antragsteller einen geeigneten Nachweis fiir die
Bereitschaft des Mitgliedstaats bzw. der Mitgliedstaaten, in dem bzw. denen der Antragsteller seine Anlage anzusiedeln gedenkt,
die Einrichtung einer solchen Anlage zu unterstiitzen, vorgelegt hat (siche Nummer 5 des Antragformulars).

Dabei konnte es sich um ein Schreiben des Mitgliedstaats (z. B. des gemaf der nationalen Kompetenzverteilung zustindigen Ministers) oder um eine
vorldufige Entscheidung des Mitgliedstaats handeln, die Einrichtung der Anlage des Antragstellers (auf finanzielle, administrative und/oder sonstige
Weise) zu unterstiitzen.

Es reicht nicht aus, lediglich nachzuweisen, dass der Mitgliedstaat allgemein beabsichtigt, Anlagen zu unterstiitzen, die der geplanten Anlage hneln.
Die Unterstiitzung des Mitgliedstaats kann, muss aber nicht mit einer monetéren Bezuschussung verbunden sein.

Die Unterlage sollte in S-CIRCABC in den Ordner ,,05-Member State support* hochgeladen werden.
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F. Vorliegen von politischen Mafinahmen und Plinen im Bereich des geistigen Eigentums (Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe e des
Chip-Gesetzes)

Innovative High-Tech-Unternehmen sind zunehmend der Entwendung von vertraulichen Informationen, Geschiftsge-
heimnissen und geschiitzten Daten ausgesetzt, wie etwa Diebstahl geistigen Eigentums, unerlaubte Vervielfdltigung,
erzwungene Technologietransfers, Wirtschaftsspionage oder Verstofe gegen Vertraulichkeitsanforderungen, und zwar von
innerhalb, vor allem aber von auferhalb der Union. Jiingste Entwicklungen (z. B. zunehmendes Outsourcing, lingere
globale Wertschopfungsketten und der verstirkte Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik) haben dieses
Risiko erhoht. Die unrechtmifiige Aneignung, Nutzung oder Offenlegung von vertraulichen Informationen, Geschiftsge-
heimnissen und geschiitzten Daten beeintriachtigt die Fahigkeit des Unternehmens, aus Innovationsanstrengungen
Vorreiterrenditen zu erzielen.

Der Antragsteller muss (siche Nummer 6 des Antragsformulars) nachweisen, dass geeignete Strategien einschlieflich
technischer Schutzvorkehrungen und Durchfithrungsmaffnahmen bestehen, die auf Folgendes abzielen:

(a) Gewihrleistung des Schutzes von nicht offengelegten Informationen;

(b) Gewiihrleistung des Schutzes von Rechten des geistigen Eigentums, insbesondere um die unbefugte Offenlegung
von Geschiftsgeheimnissen oder die Preisgabe sensibler neu aufkommender Technologien zu verhindern.

Der Antragsteller kann beispielsweise interne Unternehmensstrategien oder Mitarbeiterhandbiicher, Vertrige zwischen
Inhabern von Rechten des geistigen Eigentums und Zulieferern, z. B. Fertigungsanlagen, Konformititsbescheinigungen
oder Branchenkodizes vorlegen, unabhingig davon, ob diese freiwillig oder verbindlich sind.

Es ist vorzuziehen, dass die bestehenden Unternehmensregelungen einfach formuliert und in klarer, deutlicher
Sprache mit genau festgelegten Mafnahmen verfasst werden. Aus den Mafinahmen sollte klar hervorgehen, wie
die Anweisungen aus den Unternehmensstrategien zum angemessenen Schutz von Informationen, Daten und
Rechten des geistigen Eigentums umgesetzt werden.

Die Nachweise des Schutzes dieser beiden Aspekte sollten in S-CIRCABC in den Ordner ,,06-Protection of
sensitive information“ hochgeladen werden.

G.  Verpflichtung zur vorrangigen Behandlung von Auftrigen in Krisenzeiten (Artikel 26 des Chip-Gesetzes)

Ein Unternehmen, das den IPF- oder OEF-Status erlangt hat, ist rechtlich verpflichtet, die Bestimmungen des Chip-Gesetzes
iiber die vorrangige Behandlung von Auftrigen in Krisenzeiten einzuhalten. Im Zuge des Antragsverfahrens werden die
Unternehmen unter Nummer 2.2 des Antragsformulars aufgefordert, ausdriicklich zu bestitigen, dass Thnen die
Anforderung bekannt ist, der sie aufgrund des IPF- und OEF-Status in Bezug auf vorrangige Behandlung von Auftrigen
gemaf Artikel 26 des Chip-Gesetzes unterliegen.

3. Nach welchem Verfahren bewertet die Kommission die Antrige?

Im Einklang mit Artikel 15 des Chip-Gesetzes bewertet die Kommission den Antrag in einem fairen und transparenten
Verfahren auf der Grundlage der in der Antwort auf Frage 2 genannten Kriterien und Beispiele und nach dem in Artikel 15
des Chip-Gesetzes beschriebenen Verfahren. Die Bewertung gliedert sich in vier Phasen, wie nachstehend beschrieben.
Die fiir jede Phase angegebene Frist trigt der Tatsache Rechnung, dass die Kommission innerhalb von sechs
Monaten nach Eingang eines vollstindigen Antrags diesen bearbeiten und dariiber entscheiden muss. Ein
unvollstindiger Antrag kann — in jeder Phase des Verfahrens — zu Verzogerungen im Antragsverfahren fithren.

A.  Antragseingang und erste Bewertungsstufe (Uberpriifung des Online-Formulars)

Uber die Futurium-Plattform kénnen Unternehmen ihr Interesse an der Beantragung des IPF- oder OEF-Status bekunden,
indem sie ein Online-Formular mit ihren Identifizierungsangaben und einer kurzen Beschreibung der Anlage und des
Projekts ausfiillen (weitere Einzelheiten siche Anhang). Sobald der Antrag eingereicht wurde, erhilt der Antragsteller von
der Futurium-Plattform automatisch eine Bestdtigung, und die Kommission wird benachrichtigt.
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Sobald der Antragsteller benachrichtigt wurde, priift die Kommission, ob das Online-Formular ordnungsgemafs ausgefiillt
wurde. In dieser Phase des Verfahrens kann die Kommission iiber die im Online-Formular angegebene E-Mail-Adresse mit
dem Unternehmen Verbindung aufnehmen, um erforderlichenfalls zusitzliche Angaben oder Informationen anzufordern.

Sobald die Kommission in der Lage ist, die Identitit und die Absicht des Antragstellers zu tiberpriifen, wird der Antragsteller
zu einer Untergruppe in Futurium eingeladen, die nur fiir ihn und die Kommission zuginglich ist. Innerhalb dieser
Untergruppe teilt die Kommission dem Antragsteller ihre Entscheidung mit und iibermittelt ihm den Link zur gesicherten
Plattform S-CIRCABC, auf der der Antragsteller die Beantragung des IPF- oder OEF-Status fortsetzen kann. In S-CIRCABC
wird der Antragsteller aufgefordert, den ausgefiillten Antrag und die zugehorigen Nachweise hochzuladen.

Sobald der Antragsteller alle erforderlichen Unterlagen und Nachweise hochgeladen hat, bestitigt ihm die Kommission in
der Futurium-Untergruppe, dass sein Antrag vollstindig ist und nun die erste Bewertungsstufe beginnt.

Die nachstehenden Fristen dienen als Anhaltspunkt und beruhen auf einer Schitzung der fur die Bewertung des Antrags in
jeder Phase des Verfahrens bendtigten Zeit.

— Die Phase vom Antragseingang bis zur ersten Bewertungsstufe sollte zwei Wochen dauern.

B.  Zweite Bewertungsstufe (Vollstindigkeit des Antrags)

Zu diesem Zeitpunkt bewertet die Kommission, ob alle Unterlagen vorliegen und technisch lesbar sind. Ist die
Kommission der Auffassung, dass die im Antrag enthaltenen Informationen unvollstindig sind, so fordert sie den
Antragsteller in der Futurium-Untergruppe auf, die zur Vervollstindigung des Antrags erforderlichen zusitzlichen
Informationen unverziiglich nachzureichen.

— Sobald die Kommission davon ausgeht, dass der Antrag vollstindig ist und alle relevanten Unterlagen und
Informationen enthilt, teilt sie dem Antragsteller innerhalb von zwei Wochen in der Futurium-Untergruppe den
Beginn der dritten und abschlieenden Bewertungsstufe mit.

C.  Dritte Bewertungsstufe (Einhaltung der Kriterien fiir den IPF- und OEF-Status)

Bei der dritten Bewertungsstufe wird die Einhaltung der Kriterien fiir den IPF- oder OEF-Status und die Tragfihigkeit
des Projekts gepriift, wie in der Antwort auf Frage 2 erldutert. Fiir Letzteres bewertet die Kommission den Geschiftsplan,
aus dem die finanzielle Tragfdhigkeit des Projekts hervorgeht, die Dokumentation der Erfahrung des Antragstellers sowie
das Schreiben oder den Nachweis fiir die Bereitschaft des Mitgliedstaats bzw. der Mitgliedstaaten, auf dessen bzw. deren
Hoheitsgebiet(en) die Anlage gebaut wiirde, die Einrichtung einer solchen Anlage zu fordern. Diese Dokumentation

ermdglicht es der Kommission, den Status vor allem jenen Projekten zu gewihren, die nachgewiesene Erfolgsaussichten
haben.

— Die dritte Bewertungsstufe kann je nach Komplexitit des eingereichten Projekts und dem Vorliegen einer fritheren
Bewertung im Rahmen eines Beihilfeverfahrens zwischen drei und vier Monaten der insgesamt sechs Monate in
Anspruch nehmen.

D.  Empfehlung des Europdischen Halbleitergremiums und Beschlussfassung

Sobald die Kommission ihre Bewertung abgeschlossen hat, konsultiert sie das Europiische Halbleitergremium auf der
Grundlage der vom Antragsteller vorgelegten nicht vertraulichen Informationen und im Einklang mit dem fiir die
Kommission geltenden Rahmen fiir die Informationssicherheit und allen Vertraulichkeitsvorschriften (siehe unten).

Unter Beriicksichtigung der Standpunkte des Europidischen Halbleitergremiums schliefft die Kommission ihre Bewertung ab
und teilt dem Antragsteller einen Beschluss der Kommission per E-Mail mit. Der Beschluss wird spiter auch in Futurium
veroffentlicht. In der offentlichen Fassung des Beschlusses werden alle Verweise auf vertrauliche Informationen gestrichen.
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In dem Beschluss der Kommission wird der gewiahrte Status (IPF oder OEF) und die Dauer des Status auf der Grundlage
der voraussichtlichen Lebensdauer des Projekts festgelegt.

— Der Beschluss ergeht spitestens sechs Monate nach Eingang eines vollstindigen Antrags (siche auch zweite
Bewertungsstufe).

Bewertungsverfahren fiir Antrige auf Gewihrung des IPF- und OEF-Status*

N ) Dritte Empfehlung des
Antragseingang und erste Zweite Bewertungsstufe Europiischen

s Halbleitergremiums und
_ Bewertungsstufe (Einhaltung der R s

(Uberpriifung des Online- (Vollstiindigkeit des / Kriterien fiir den Kommission zur
Formulars d Antrags) IPF-und OEF- Gewibrung des IPF-
y ¥ Status) [OEF-Status

| innerhalb von 2 Wochen || innerhalb von 2 Wochen || innerhalb von 3—4 Monaten | | innerhalb von 2 Monaten

* Bitte beachten Sie, dass die Kommission ab dem Zeitpunkt, zu dem sie den Eingang eines vollstindicen Antrags mit allen erforderlichen
Elementen bestitigt hat, iiber 6 Monate fiir die Antragsbearbeitung und Beschlussfassung verfiigt.

Abbildung 1

Bewertungsverfahren fiir Antriige auf Gewihrung des IPF- und OEF-Status

4. Uberwacht die Kommission nach Gewihrung des IPF- oder OEF-Status die Durchfiihrung des Projekts?

Die Kommission iiberwacht die Fortschritte bei der Einrichtung und dem Betrieb der IPF oder OEF. Insbesondere kann die
Kommission von dem Unternehmen verlangen, (jahrlich oder in anderen Zeitabstinden, je nach Gesamtdauer des Projekts)
einen Bericht vorzulegen, in dem die Fortschritte des Projekts und die fortgesetzte Einhaltung der wesentlichen Kriterien
und Verpflichtungen, auf deren Grundlage der IPF- oder OEF-Status gewahrt wurde, dargelegt werden. Die Kommission
unterrichtet das Europaische Halbleitergremium regelmifig iiber S-CIRCABC.

A.  Statusinderungen

Vom Betreiber der Anlage veranlasste Anderungen

In hinreichend begriindeten Fillen kann der Betreiber der Anlage, die den IPF- oder OEF-Status erlangt hat, bei der
Kommission (iiber die Futurium-Untergruppe und erforderlichenfalls anhand von in S-CIRCABC hochgeladenen
Nachweisen) einen begriindeten Antrag stellen, die Gewihrungsdauer des Status zu iiberpriifen oder seine
Durchfiithrungspline im Hinblick auf die Einhaltung der Anforderungen zu dndern. Die Begriindungen und/oder die
externen Umstdnde werden von der Kommission im Einzelfall gepriift. Die Kommission kann die Dauer des mit ihrem
urspriinglichen Beschluss gewédhrten Status iiberdenken oder die Anderung der Durchfithrungspline akzeptieren.

Von der Kommission veranlasste Anderungen

Stellt die Kommission fest, dass eine Anlage die in Artikel 13 und Artikel 14 des Chip-Gesetzes festgelegten Anforderungen
an eine IPF oder einen OEF nicht mehr erfillt, so fordert sie den Betreiber auf, dazu Stellung zu nehmen und geeignete
Abhilfemafnahmen vorzuschlagen.

B.  Aufhebung des Status

Die Kommission kann einen Beschluss iiber die Anerkennung des Status einer IPF oder eines OEF aufheben, wenn die
Anerkennung auf einem Antrag beruhte, der unrichtige Informationen enthielt, oder wenn die Anlage trotz des
Abschlusses des Verfahrens die Anforderungen fiir die Gewahrung des Status nicht erfiillt. Bevor die Kommission
einen solchen Beschluss fasst, konsultiert sie das Europiische Halbleitergremium und teilt ihm die Griinde fiir die
vorgeschlagene Aufhebung mit.

Der Betreiber der Anlage hat das Recht, gegen den Beschluss der Kommission, einen Status aufzuheben, Rechtsmittel
einzulegen. Anlagen, deren Status aufgehoben wurde, verlieren alle mit der Anerkennung dieses Status verbundenen
Rechte, die sich aus dem Chip-Gesetz ergeben. Gemifs Artikel 15 Absatz 8 des Chip-Gesetzes unterliegen solche
Anlagen jedoch wihrend des Zeitraums, der bei der Gewihrung oder der Uberpriifung des Status urspriinglich
vorgesehen war, weiterhin der in Artikel 26 Absatz 1 des Chip-Gesetzes festgelegten Verpflichtung, einen Auftrag
fiir krisenrelevante Produkte anzunehmen und vorrangig zu behandeln (im Folgenden ,vorrangiger Auftrag®), wenn
die Krisenstufe aktiviert wird.
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5. Wie funktioniert die elektronische Ubermittlung des Antrags?

Antragsteller, die den IPF- oder OEF-Status anstreben, werden aufgefordert, alle Unterlagen in elektronischer Form und
vorzugsweise auf elektronischem Wege einzureichen. Eine personliche Abgabe, die nur in Ausnahmefillen akzeptiert wird,
sollte innerhalb der Offnungszeiten bei der auf der Kontaktseite in Futurium angegebenen Anschrift erfolgen.

Fiir die Anerkennung ihres (geplanten) Projekts als IPF oder OEF konnen einzelne Unternehmen oder ein Unternehmens-
konsortium ihren Antrag direkt auf der Gemeinschaftsplattform Futurium bei der Kommission einreichen. Auf der
Futurium-Plattform sollte der Antragsteller die folgenden wichtigen Informationen in das Online-Formular eingeben:

— Name des Unternehmens und Akronym (falls zutreffend),

— Art des Antrags (IPF oder OEF),

— Hauptansprechpartner (Betreiber der Anlage oder Projektleiter),

— Herkunftsland,

— Ansiedlungsmitgliedstaat(en),

— kurze Zusammenfassung des Unternehmens und des Projekts (hochstens 5 000 Zeichen),

— nicht vertrauliche Zusammenfassung der Anlage oder des Projekts und der Zielsetzungen (hochstens 5 000 Zeichen).
Die Zusammenfassung darf keine vertraulichen Informationen oder Geschiftsgeheimnisse enthalten. Diese nicht
vertrauliche Zusammenfassung wird im Einklang mit dem Rahmen fur die Informationssicherheit der Kommission
und allen Vertraulichkeitsvorschriften (siche Abschnitt unten) dem Europdischen Halbleitergremium zur
Einsichtnahme iibermittelt, bevor der endgiiltige Beschluss getroffen wird.

Sobald dieses Formular eingereicht wurde, werden die Kommission und der Antragsteller automatisch benachrichtigt, und
die Kommission kann mit der Uberpriifung der im Online-Formular {ibermittelten Informationen beginnen. Sobald die
Kommission in der Lage ist, die Identitit und die Absicht des Antragstellers zu tiberpriifen, erstellt sie in S-CIRCABC -
einer Webanwendung, die den sicheren Austausch von Dokumenten, Informationen und Ressourcen in privaten
Arbeitsbereichen ermoglicht — einen Ordner. Dieser Ordner ist nur fir die Kommission und den Antragsteller sichtbar. In
diesem Hauptordner erstellt die Kommission eine Reihe von Unterordnern, einen fiir jeden der in Beantwortung der
Frage 3 erlduterten Bewertungsschritte. Anschlieend lidt die Kommission den Antragsteller zu einer Futurium-
Untergruppe ein und stellt ihm dort die Informationen und Unterlagen fiir die nichsten Schritte des Antragsverfahrens zur
Verfiigung. Der Antragsteller erhalt einen Link fiir den Zugriff auf S-CIRCABC und die einzelnen Ordner und Unterordner
sowie das Antragsformular, das auszufillen und zusammen mit den in diesem Leitfaden genannten Nachweisen
hochzuladen ist. Nachdem das Unternehmen alle benotigten Unterlagen in S-CIRCABC hochgeladen hat, sollte es dies der
Kommission in der Futurium-Untergruppe mitteilen.

Im Allgemeinen sind alle Unterlagen iiber S-CIRCABC einzureichen. Die Unterlagen werden in allen Amts- und
Arbeitssprachen der Organe der Union angenommen. Die Antragsteller tragen die volle Verantwortung fiir den Inhalt der
Unterlagen.

Antrige, die montags bis donnerstags vor 17.00 Uhr Briisseler Ortszeit sowie an Freitagen und Tagen vor den Feiertagen
der Kommission vor 16.00 Uhr Briisseler Ortszeit elektronisch eingehen, werden am selben Tag bearbeitet und haben
somit im Einklang mit der bisherigen Praxis bei Einreichung in Papierform das Eingangsdatum als Einreichungsdatum.
Antrége, die nach 17.00 Uhr bzw. 16.00 Uhr eingehen, werden am ndchsten Arbeitstag bearbeitet, der dann als Tag der
Einreichung gilt.

Vertraulichkeit und personenbezogene Daten

Nach Artikel 339 des Vertrags tiber die Arbeitsweise der Europdischen Union (AEUV) sind die Kommission, die Mitglieder
der Organe der EU, die Mitglieder der Ausschiisse sowie die Beamten und sonstigen Bediensteten der Union verpflichtet,
auch nach Beendigung ihrer Amtstatigkeit Auskiinfte, die unter das Berufsgeheimnis fallen, nicht preiszugeben; dies gilt
insbesondere fiir Auskiinfte iiber Unternehmen sowie deren Geschiftsbeziehungen oder Kostenelemente.
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Dariiber hinaus diirfen gemify Artikel 32 des Chip-Gesetzes (Verordnung (EU) 2023/1781) die im Zuge seiner
Durchfithrung erlangten Informationen auch nur fiir dessen Zwecke verwendet werden und sind zudem durch das
einschldgige Unions- und nationale Recht geschiitzt. Insbesondere im Hinblick auf den Anwendungsbereich dieses
Leitfadens fallen Informationen, die gemif$ Artikel 15 und Artikel 26 Absatz 3 erlangt werden, unter das Berufsgeheimnis
und genielen den Schutz, der durch die fir die Organe der EU geltenden Vorschriften und das einschldgige nationale Recht
gewdhrt wird, einschlieflich des Auslosens der bei Verstoflen gegen diese Vorschriften anwendbaren Bestimmungen.

Nach dem Chip-Gesetz gewihrleisten die Kommission und die nationalen Behorden, ihre Beamten, ihre Bediensteten und
sonstige Personen, die unter Aufsicht dieser Behorden titig sind, ferner die Vertraulichkeit der bei der Durchfithrung ihrer
Aufgaben und Titigkeiten erlangten Daten, sodass insbesondere Rechte des geistigen Eigentums und sensible Geschiftsin-
formationen oder Geschiftsgeheimnisse geschiitzt werden. Diese Verpflichtung gilt fiir alle Vertreter der Mitgliedstaaten,
Beobachter, Experten und sonstige Personen, die an Sitzungen des Europiischen Halbleitergremiums gemafl Artikel 28
teilnehmen, sowie die Mitglieder des Halbleiterausschusses gemifS Artikel 38 Absatz 1.

Sollten Antragsteller der Auffassung sein, dass ihre Interessen beeintrachtigt wiirden, wenn die geforderten Informationen
veroffentlicht oder an andere Beteiligte weitergegeben wiirden, so iibermitteln sie die betreffenden Angaben in einer
gesonderten Anlage mit dem deutlichen Vermerk ,Geschiftsgeheimnis® auf jeder Seite. Antragsteller sollten ferner
erldutern, warum diese Informationen nicht weitergegeben oder veréffentlicht werden sollen.

Mit dem Antragsformular tbermittelte personenbezogene Daten () werden im Einklang mit der Verordnung
(EU) 2018/1725 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natiirlicher Personen bei
der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien
Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (*)
verarbeitet.

IV.  Checkliste und IT-Werkzeuge

A. Checkliste

Bitte beachten Sie bei der Beantragung des IPF- oder OEF-Status die folgende Checkliste: Die Vorantragsphase ist nicht
verpflichtend (Schritt 1). Bevor Schritt 2 begonnen und das Antragsformular in S-CIRCABC ausgefiillt werden kann, muss
die Kommission Ihr Online-Formular in Futurium positiv bewertet haben.

Schritt Aufgabe Erforderliche Informationen Erledigt
(FAKULTATIV) Kontaktie-
1. (FAKULTATIV) Vor- | ren Sie die Kommission
beantragung des IPF- | unter Entfillt
oder OEF-Status CNECT-IPF-OEF@ec.
europa.eu

Name des Unternehmens oder Konsortiums

Akronym des Projekts (falls zutreffend)

Art des Antrags (IPF oder OEF)

Fiillen Sie das Online-For-
mular in Futurium aus.
Klicken Sie dazu auf die
gelbe Schaltfliche , Appli-

Vor- und Nachname, Funktion, Organisation
und E-Mail-Adresse des Betreibers der Anlage/

2. Beantragung des IPF- des Projektleiters

oder OEF-Status —

Interessensbekun- cation for integrated produc- | EU-Mitgliedstaat(en), in dem bzw. denen die
dung. tion facility and open EU Anlage errichtet werden soll

foundry (IPF- und OEF-

Beantragung)“. Kurze Vorstellung des Unternehmens/Konsor-

tiums (hochstens 5 000 Zeichen)

Zusammenfassung der Beschreibung der
Anlage oder des Projekts und der Zielsetzungen
(hochstens 5 000 Zeichen)

() DPR-EC-22368.

(*') ABL L 295 vom 21.11.2018, S. 39, abrufbar unter https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32018R1725. Eine
Datenschutzerklarung zu Fusionskontrolluntersuchungen finden Sie unter https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-
policy-competition-investigations_en.
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Schritt

Aufgabe

Erforderliche Informationen

Erledigt

Nicht vertrauliche Zusammenfassung der
Beschreibung der Anlage oder des Projekts und
der Zielsetzungen (hochstens 5 000 Zeichen).
Die Zusammenfassung darf keine vertraulichen
Informationen oder Geschiftsgeheimnisse
enthalten. Diese Zusammenfassung soll unter
Einhaltung aller Vertraulichkeitsregeln dem
Europiischen Halbleitergremium zur Einsicht-
nahme tibermittelt werden, bevor die endgiil-
tige Entscheidung getroffen wird.

3. Beantragung des IPF-
oder OEF-Status —
Nachweis der Einhal-
tung

Fiillen Sie das Antragsfor-
mular aus und laden Sie es
im PDF-Format in S-CIR-
CABC in den Ordner
,00-application form“
hoch.

Bitte beachten Sie die
Vorgaben in diesem
Leitfaden in Bezug auf
die Linge des Textes.

Beschreibung der Anlage unter Beriicksichti-
gung der Definition des Begriffs ,neuartig” und
Erlduterung, worin sich das Projekt von beste-
henden Anlagen und geplanten Projekten — mit
oder ohne 6ffentliche Unterstiitzung — im
Europiischen Wirtschaftsraum unterscheidet.
Nachweise konnen Folgendes umfassen:

— z. B. einschligige Marktstudien und Be-
richte tiber die Geschaftstitigkeit und die
Produkte der Anlage, interne Projektdo-
kumentationen und/oder Unterlagen, die
der Verwaltungsrat fiir die interne Ent-
scheidungsfindung verwendet, usw.

— Nachweise sind in S-CIRCABC in den Ord-
ner ,,01-First-of-a-kind*“ hochzuladen.

Erlauterung der mittel- bis langfristigen positi-
ven Auswirkungen und Ausstrahlungseffekte
auf die Halbleiter-Wertschopfungskette der EU.
Nachweise: Nicht festgelegt.

Nur fiir OEFs: Angabe der Produktionskapa-
zitdt der Anlage im Front-End- oder Back-End-
Bereich

Schritt

Aufgabe

Erforderliche Informationen

Erledigt

3. Beantragung des IPF-
oder OEF-Status —
Nachweis der Einhal-
tung

Fillen Sie das Antragsformu-
lar aus und laden Sie es im
PDF-Formatin S-CIRCABCin
den Ordner ,00-application

form*“ hoch.

Bitte beachten Sie die Vor-
gaben in diesem Leitfaden
in Bezug auf die Linge des

Textes.

Gewihrleistung, dass die Anlage keinen von
Drittstaaten auferlegten Verpflichtungen
unterliegt.

Nachweise:

— schriftliche Erklarung, einschlieflich der
rechtlichen oder politischen Grundlage
einer solchen Verpflichtung,

— Nachweise sind in S-CIRCABC in den
Ordner ,,02-IPF-OEF-compliance crite-
ria“ hochzuladen.

Bestitigung der Verpflichtung, vorrangige
Auftrige gemif Artikel 26 des Chip-Geset-
zes anzunehmen.

Nachweise: Nicht erforderlich.

Erklarung der Selbstverpflichtung des
Unternehmens zur kontinuierlichen Innova-
tion.

Nachweise: Nicht festgelegt.
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Schritt

Aufgabe

Erforderliche Informationen

Erledigt

Beschreibung der Absicht, in Bildung und
Kompetenzen zu investieren.
Nachweise konnen Folgendes umfassen:

— z. B. Links zu Agendas, Schulungen,
Partnerschaften usw.

— Nachweise sind in S-CIRCABC in den
Ordner ,,02-IPF-OEF-compliance crite-
ria“ hochzuladen.

Beschreibung des Geschiftsplans der Anlage.
Nachweise:

— Format nicht festgelegt, muss aber nutz-
erfreundlich sein (z. B. Excel).

— Nachweise sind in S-CIRCABC in den
Ordner ,,03-Business Plan“ hochzula-
den.

Schritt

Aufgabe

Erforderliche Informationen

Erledigt

Beantragung des IPF-
oder OEF-Status —
Nachweis der Einhal-
tung

Fillen Sie das Antragsformu-
lar aus und laden Sie es im
PDF-Format in S-CIRCABC in
den Ordner ,00-application
form“ hoch.

Bitte beachten Sie die Vor-
gaben in diesem Leitfaden
in Bezug auf die Linge des
Textes.

Dokumentation der Erfahrung mit der
Anlage (einschlieflich eines Tatigkeitsbe-
richts, in dem die Tatigkeiten der Anlage in
den Vorjahren beschrieben werden, oder —
falls nicht verfiigbar — einer gesetzlichen
Bescheinigung).

Nachweise:

— Tatigkeitsbericht oder Beschreibung
des Projektteams und der entsprech-
enden Erfahrung.

— Nachweise sind in S-CIRCABC in den
Ordner ,04-Proven Experience” hoch-
zuladen.

Gewihrleistung der Unterstiitzung der
Einrichtung der Anlage durch den Mit-
gliedstaat/die Mitgliedstaaten, in dem bzw.
denen diese angesiedelt werden soll.
Nachweise konnen Folgendes umfas-
sen:

— z.B. gesetzliche Bescheinigung, Schrei-
ben des Mitgliedstaats, vorldufige Ent-
scheidung, Unterlagen iiber staatliche
Beihilfen,

— Nachweise sind in S-CIRCABC in den
Ordner ,05-Member State support*
hochzuladen.
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Schritt Aufgabe

Erforderliche Informationen

Erledigt

Beschreibung bestehender geeigneter Stra-
tegien und Mafnahmen zum Schutz ver-
traulicher Informationen und der Rechte
des geistigen Eigentums mit einer klaren
Erlduterung, wie die Anweisungen in den
Strategien umzusetzen sind.

Nachweise kénnen Folgendes umfas-
sen:

— z. B. interne Unternehmensstrategien
oder Mitarbeiterhandbiicher, Vertrige
zwischen Inhabern von Rechten des
geistigen Eigentums und Zulieferern,
z. B. Fertigungsanlagen, Konformi-
tatsbescheinigungen oder Verhaltens-
kodizes der Branche.

— Nachweise sind in S-CIRCABC in den
Ordner ,06-Protection of sensitive in-
formation“ hochzuladen.

B.  IT-Werkzeuge fiir das Antragsverfahren

Eine Voraussetzung fiir den Zugang zu den IT-Werkzeugen, die fir das Verfahren zur Erlangung des IPF- und OEF-Status
verwendet werden (Futurium und S-CIRCABC), ist ein EU-Login.

— Wie Sie ein neues EU-Login erstellen konnen, erfahren Sie auf folgender Seite: https://ecas.ec.europa.eu/cas/eim/

external/register.cgi

— Wenn Sie technische Unterstiitzung bendtigen, besuchen Sie bitte auch den besonderen Bereich fiir externe Nutzer:

https://europa.eu/!rdDfPj

Futurium

— Sobald IThr EU-Login erstellt wurde, konnen Sie iiber folgende URL auf Futurium zugreifen: https://futurium.ec.

europa.eu/enfapplication-status-integrated-production-facility-and-open-eu-foundry.

Nach der Anmeldung sehen Sie die Startseite und konnen auf den Leitfaden und das Online-Formular zugreifen, um IThr
Interesse zu bekunden. Eine vollstindige Ubersicht iiber die erforderlichen Informationen findet sich in der Checkliste im

Anhang des Leitfadens (siehe Screenshot unten).

Application for status of integrated production
facility and open EU foundry
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Unasf the proposad framework of PEIar 2, Semiconducton Manufactunng facilities proviting & Smension of inovation not yel present in

the EU are considered being “frst-of-a-dnd” &
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Sobald die im Online-Formular bereitgestellten Informationen bestitigt worden sind, werden Sie einer Untergruppe
hinzugefiigt, die nur fiir Sie und die Kommission sichtbar ist. Dies ist der wichtigste Kommunikationskanal wihrend des
gesamten Antragsverfahrens (siche Beispiel im Screenshot unten).

Bitte laden Sie keine sensiblen oder vertraulichen Informationen in Futurium hoch.

Solche Informationen sollten Sie nur iiber S-CIRCABC und erforderlichenfalls per gesicherter E-Mail iibermitteln.

Futwmm > Apphcation for statis of miegrated producton faciity srd open EU loundry

Applicant name
Part of Application for status of integrated production facility and open EU foundry

— Weitere Informationen zu den Hauptfunktionen von Futurium finden Sie im Benutzerleitfaden unter https://
futurium.ec.europa.eu/en/documentation.

S-CIRCABC

Neben dem erforderlichen EU-Login ist fir diese Anwendung der Zugang zu S-CIRCABC nur mit Zwei-Faktor-
Authentifizierung moglich. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihr EU-Login entsprechend konfigurieren, indem Sie eine
Mobilfunknummer hinzufiigen.

— Sobald Thr EU-Login erstellt wurde, konnen Sie iiber folgende URL auf S-CIRCABC und die Ihnen zugeteilte
Gruppe zugreifen: https:|[s-circabc.europa.eu/ui/welcome.

Nach der Anmeldung sehen Sie im Bereich ,,Library* (Bibliothek) die folgende Ordnerstruktur:

Library
w Companyname
00-Application Form
01-First-of-a-kind
02-IPF-OEF compliance criteria

03-Business Plan

04-Proven experience

05-Member State support

Bitte laden Sie die Nachweise in die entsprechenden Ordner hoch, wie im Leitfaden angegeben.
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Eine vollstindige Ubersicht iiber die Unterlagen und Ordner findet sich in der Checkliste im Anhang des Leitfadens. Bitte
beachten Sie, dass das ausgefiillte Antragsformular in S-CIRCABC in den Ordner ,00-application form*“
hochgeladen werden muss.

Um Unterlagen hochzuladen, klicken Sie bitte auf den entsprechenden Ordner oder Unterordner und klicken Sie auf ,ADD*
(Hinzuftigen) und wihlen Sie ,FILES (Dateien) aus (siche Screenshot unten).

Details Keywords Dynamic properties Expired items Notificationsl| = 1)+

3 5

Version Size =:f§';§sz - FOLDER

Fiir weitere Informationen oder bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Direktion Kiinstliche Intelligenz und digitale
Industrie in der GD CNECT iiber folgendes Funktionspostfach: CNECT-IPF-OEF@ec.europa.eu
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